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背　　景
　近未来先端半導体は、車載機器からポスト5GのAI/IoT領域全ての電子機器に普及する。そのエッジからデータセ
ンターまでを支える実装技術は、日本の高度な材料・製造技術と信頼性技術を必要とする。F3D（フレキシブル3D実
装協働研究所）では、WBGパワーエレクトロニクス、ポスト5G/先端AI機器の3D高密度実装の開発をオープンなプ
ラットフォームにおいて推進しています。

概要・特徴
　金属焼結接合を新たに提案し、WBGパワーと先端半導体実装で世界の物造りの流れを導いている。それぞれに学
術的基礎を示すことで、世界を納得させる信頼性の高い技術実現を目指しています。

技術内容
● WBGパワーエレクトロニクス実装に幅広く取り組み、世界初の銀
焼結接合の提案、DBA基板開発などを提案しています。

● 先端電子機器で大きな課題となる熱問題を解決するため、新材料と
計測技術を開発提案し、デジュール、デファクトとして国際標準化
を目指しています。
● 3D高密度実装で大きな課題となっているマイクロビアの「隠れた脅
威」現象の解明から、「Mooreの法則」の限界を超えるため、ポスト
5G／AI実現に必須の先端半導体高密度実装技術を開発しています。

● 接合の基礎科学から接着技術の再開発を目指し、産業界で必要な要
素技術の基礎を提供していきます。

社会への影響・期待される効果
　AI/IoT更には電気自動車の自動運転が拡大するこれからの世界で、日本が得意とする摺り合わせの物造り基礎を証
明・構築し、「絶対に壊れない」機器を製造するためのノウハウを蓄積することで、日本の物造り産業の糧とする。決
して過剰品質を日本製品の特徴とするのではなく、IECやISOで開発技術・基準を国際標準化することで、国際ビジ
ネスの基本的な流れを導きます。
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